PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE, EN LA
ESCALA DE CIENTIFICOS SUPERIORES DE LA DEFENSA, CONVOCADA POR RESOLUCION
400/38449/2021, de 16 de diciembre, , DE LA SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE DEFENSA
(B.O.E. de 29 de diciembre de 2021).

/ OPCION 3 - SEGUNDO EJERCICIO (Total 40 puntos) \

Area de especializacion:

GARANTIA DE CALIDAD DE PRODUCTO, SISTEMAS DE QESTION
DE CALIDAD Y AUDITORIA, METROLOGIA Y CALIBRACION EN EL
AMBITO DE DEFENSA Y AEROESPACIAL.

\SUPUESTO PRACTICO: INSTRUMENTO OPTICO PARA SER INTEGRADO UNA MISION j
INTERPLANETARIA.

El instrumento esta formado por diferentes unidades:

e un espectrémetro,

e un cabezal dptico,

e una caja de electrénicay

e cableado tanto éptico como eléctrico para la conexion entre las diferentes unidades.

Debido a la dptica en el disefio dptico mecanico se ha decidido que la estructura sea de una
aleacidn de Titanio, en concreto Ti6Al4V por tener un coeficiente de dilatacién (CTE) similar a el
de los elementos dpticos.

Los planos de las piezas estructurales ya han sido editados, ya se ha hecho acopio del titanito y
estd programado el Manufacturing Readiness Review (MRR) con el taller que se va a encargar
de la fabricacién de estas piezas.

Durante el MRR y después de revisar los planos con el fabricante, éste nos comunica que hay
determinadas piezas que se tienen que fabricar por Electroerosién (EDM), por corte de hilo.
Sabemos que hay una alerta sobre este proceso de fabricacidn en piezas de titanio ya que
provoca la aparicién de dos capas: la a-case y la recast, que fragilizan la superficie y favorecen
la apariciéon posterior de grietas.

1.- ¢Considerariamos al proceso de electroerosion por corte de hilo como un proceso
critico?

En caso afirmativo, écomo debe ser gestionado? écomo deberiamos proceder para
poder ser usado?

En caso negativo, explicar por qué no lo es y la gestion de este. (10 puntos)
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Los d6pticos y los mecdnicos han realizado un trade off para determinar cudl es el mejor proceso
para fijar la dptica a la estructura. El proceso finalmente seleccionado es con un adhesivo, del
cual se desconoce su tasa de outgassing.

2.- ¢Qué deberiamos hacer para conocer su tasa de outgassing? Si la tasa de outgassing
es superior a la requerida por el proyecto, écomo lo gestionariamos?, écomo
procederiamos para intentar reducir la tasa de outgassing? Y si es inferior, ¢cual seria
la gestion entonces? (10 puntos).

Cuando se reviso el diagrama de flujo de fabricacion, montaje e integracién con el cliente, se
determind incluir un Punto Mandatorio de Inspeccion (MIP) justo antes del pegado de la éptica.

3.- Describe como se prepara un MIP y como se gestiona con el cliente. (10 puntos).

En la reunién preparatoria para el montaje de los componentes electrénicos detectamos que en
la lista de montaje hay componentes electrénicos que no estan incluidos en la Lista de
Componentes Declarados (DCL), la cual fue revisada y aprobada por el cliente durante la Revision
Critica de Disefio (CDR).

4.1.- Describe como gestionar estos componentes no incluidos en la DCL y las
diferentes casuisticas: calificados, no calificados, con o sin experiencia previa, etc. (5
puntos).

En esta reunidn preparatoria del montaje de los componentes electronicos se observa de la
huella de unas resistencias no coincide con la huella de la tarjeta electrdnica en la que se van a
soldar. Por limitaciones de calendario y debido a los plazos de entrega de las resistencias con la
huella correcta, se decide montar estas resistencias siguiendo los pasos propuestos por los
montadores.

4.2.- Describe como se deberia gestionar el montaje de estas resistencias (5 puntos).

Ndtese que en este ejercicio se evaluard el razonamiento empleado en la aplicacion de los
conocimientos del temario de “Garantia de calidad de producto, sistemas de gestion de calidad
y auditoria, metrologia y calibracion en el dmbito de defensa y aeroespacial enumerados a
continuacion:

Conocimientos aplicables del temario:

Tema 49.- Gestion y tratamiento de producto no conforme y de no conformidades en un
proyecto espacial. Tipos de NCRs. Ciclo y revisidn de las no conformidades. Herramienta para la
gestién de las no conformidades.

Tema 52.- Gestidn de la calidad en los procesos de montaje, integracidn y ensayos.

Tema 53.- Sistematica del tratamiento de los procesos espaciales. Gestion de la lista de los
procesos declarados. Cualificacidon de procesos y personal en el sector espacial.

Tema 54.- Gestion de la calidad en las inspecciones. Definicion y tratamiento de los puntos de
inspeccion MIPs y KIPs.
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Tema 55.- Sistematica de tratamiento de los componentes electronicos espaciales. Control de
fabricantes. Gestion de la lista de los componentes declarados.

Tema 57.- Sistematica de tratamiento de los materiales espaciales. Gestién de la lista de
materiales declarados. Incidencia del outgassing en los equipos embarcados.

Tema 60.- Gestidon de la configuracidon en un programa espacial. Implementacién de la gestién
de la configuracién.
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